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(57) Abstract: The invention relates to a component for a printed 
circuit board (32) comprising a housing (10) on which at least one 
peg (28) is formed for engaging inside a hole (30) of the printed cir- 
cuit board (32). This peg (28) has at least one detent lug (52) that 
projects in a radial direction with regard to the peg (28) beyond the 
outer periphery thereof. The detent lug (52) is placed and formed 
on the peg (28) in such a manner that the outer periphery of the peg 
(28) is smaller in the area of the detent lug (52) than the diameter of 
the hole (30) in the printed circuit board (32). The outer periphery 
of the section of the peg (28) projecting into the hole (30) in the 
printed circuit board (32) is formed in such a manner that, between 
the outer periphery of this section and the inner wall of the hole 
(30) in the printed circuit board (32), a space having a capillarity 
for solder is formed over at least a portion of the outer periphery, 
whereby during a soldering process, solder (50) located on the sur- 
face of the printed circuit board (32) enters, by means of capillary 
action, the space while filling the same. 

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Bauteil fiir 
eine Leiterplatte (32) mit einem Gehause (10), an dem wenigstens 
ein Zapfen (28) zum Eingriff in ein Loch (30) der Leiterplatte (32) 
ausgebildet ist, wobei der Zapfen (28) wenigstens eine. Rastnase (52) aufweist, welche in radialer Richtung bzgl. des Zapfens 
(28) iiber dessen Aussenumfang hinausragt. Hierbei ist die Rastnase (52) am Zapfen (28) derart angeordnet und ausgebildet, 
dass der Aussenumfang des Zapfens (28) im Bereich der Rastnase (52) kleiner ist als der Durchmesser des Loches (30) in der 
Leiterplatte (32), wobei der Aussenumfang des in das Loch (30) in der Leiterplatte (32) hinein ragenden Abschnittes des Zapfens 
(28) derart ausgebildet ist, dass sich. zwischen dem Aussenumfang dieses Abschnittes und der Innenwandung des Loches (30) in 
der Leiterplatte (32) iiber wenigstens einen Teil des Aussenumfangs ein derartiger Zwischenraum mit Kapillaritat fur Lot ergibt, 
dass wahrend eines Lotvorgangs auf der Oberflache der Leiterplatte (32) befindliches Lot (50) dutch Kapillarwirkung in den 
Zwischenraum hinein und diesen ausfullend eindringt. 
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